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仕　様

Type5 粉末が、極微小部品の実装を実現

M705-RGS800HF T5

Type 5 powder realizes packaging of microscopic components

● 独自の微粉末とフラックスで、良好な印刷性を確保
● バラツキのない印刷性が、BGA接合での未融合を抑制
● 優れたハロゲンフリーが、大気リフローでもBGA未融合を抑制

M705-RGS800HF T5

JPCA13-01

● Type5は充填率が高く、充分なはんだ量を確保
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● ファインパターンでも良好な印刷性を確保

● 狭ピッチパターンでも短絡不良を抑制

● 安定した印刷性は、はんだ量不足に起因する未溶融不良を防止します

● 大気リフローが可能で、未融合も抑制
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Type４ はんだ粉末

φ20～38μｍ

Type５ はんだ粉末

φ15～25μｍ

【Φ250μｍ】

【250×250μｍ】

従来の Type4 ペースト

■ 従来のハロゲンフリーフラックスでのType5

■ RGS800HFを使ったType5

ソルダペースト

ソルダボール 酸化膜 未融合不良

印刷・搭載 リフロー
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RGS800HF
ソルダペースト

RGS800HF Type5 ペースト 従来のハロゲンフリーフラックスでのType5 RGS800HFを使ったType5
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① はんだ量が少ないと、フラックスによる酸化膜
    除去効果が希薄となり、未溶融不良に至る
② 従来のハロゲンフリーフラックスは、酸化除去
    効果が希薄であり未融合不良を起こしやすい

③ 優れたハロゲンフリーフラックスと、
    バラツキの無いはんだ量は、全てのボールの
    酸化膜を除去でき、未溶融不良を起こさない


